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& Kyurzcharakteristiken:

»SMT Germanyu« st die Fachzeitschrift fiir alle Bereiche der Elektronik-
Fertigung und des Advanced Packaging.

Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung
sowie Test und Qualitatssicherung. Erganzt werden diese Themen
durch Marktubersichten zu den wichtigsten Produkten und
Dienstleistungen fiir die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert tiber die
Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik.
Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei
der Anwendung von CA-Techniken wie Verifikation, Design, Routing,
Signalintegritat u s w.

»EMV-ESDu« ist das kompetente Fachforum fiir alle Fragen der elek-
tromagnetischen Vertraglichkeit und der Auswirkung elektro-
statischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser
Erscheinungen.

Zielgruppen sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung
und Qualitatssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie
sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren
Erzeugnissen einsetzen.
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& Tatsdchlich verbreitete Auflage
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& \VerkaufteAuflage: 805

& freistiicke: 8165 pro Ausgabe

A& Rest-, Archiv- und Belegexemplare: 250 pro Ausgabe

& Geographische Verbreitungsanalyse

Inland
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Postleitzahl 1 322 3,5
Postleitzahl 2 528 5,7
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Maschinenbau

244 Fahrzeugbau 231 2,5
248 Luft- und Raumfahrt

Unterhaltungselektronik 153 1,7 L .
A Betriebliche Funktion

Leiterplattenhersteller 239 2,6

Mess- und Regeltechnik 404 44

Verkehr 824
Bauelemente-Hersteller 2,6
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Termine

Standige Schwerpunkte

Januar/ Februar mit

EMV-ESD 1

Messeheft EMV 2019
Redaktionsschluss 06.02.2019
Anzeigenschluss 13.02.2019
Erscheinungstermin 21.02.2019
Marz

mit CADS 1

Redaktionsschluss 05.03.2019
Anzeigenschluss 13.03.2019
Erscheinungstermin 22.03.2019
April/Mai

mit EMV-ESD 2

Messeheft SMTconnect
Redaktionsschluss 02.04.2019
Anzeigenschluss 11.04.2019
Erscheinungstermin 29.04.2019
Juni/ Juli mit CADS 2
Redaktionsschluss 06.06.2019
Anzeigenschluss 17.06.2019
Erscheinungstermin  26.06.2019
August/ September

mit EMV-ESD 3

Redaktionsschluss 14.08.2019
Anzeigenschluss 22.08.2019
Erscheinungstermin 05.09.2019
Oktober mit CADS 3
Redaktionsschluss 11.09.2019
Anzeigenschluss 18.09.2019
Erscheinungstermin 30.09.2019
November mit EMV-ESD 4

MessEeHEFT »productronica 2019«

Redaktionsschluss 15.10.2019
Anzeigenschluss 22.10.2019
Erscheinungstermin 04.11.2019

THEMEN UND TERMINE 2019

Schwerpunktthemen SMT

Advanced Packaging
Baugruppenfertigung
Leiterplattenfertigung

Test- und Qualitétssicherung
Marktiibersichten

Packaging, Chip-on-Board, Rework,
Bestticktechnik, Schablonendruck
Testsysteme, Lotsysteme

Marktiibersicht: Steckverbinder

Vorberichte »SMTconnect«
Packaging, Lotverfahren,
Bestiickung
Sieb-/Schablonendruck
AOI, AXI, Flying Prober

Schwerpunktthema: MES-Software

Vorberichte »SMTconnect«

Reparatur/Rework, Lottechnik,
Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer,
Reinraumtechnik

Baugruppentest, Halbleitertest, AOI

Marktibersicht: Lotsysteme

Nachberichte »SMTconnect«
Trends in der Bestiicktechnik,
Leiterplatten, Microvias, HDI
Packaging, Bonding

AOlI, AXI, Flying Prober

Marktiibersicht: Schablonendruck

Bestiickung, Dosiereinrichtungen
Loten, AOI, AXI, Flying Prober,
Packaging, Chip-on-Board, Rework

Schwerpunkithema: Rontgentechnik

Vorberichte »productronica«
Lottechnik, Bestiicktechnik
Packaging, Underfill, Bonding
Testautomation, Boundary Scan

Marktiibersicht: Bestiicksysteme

Vorberichte »productronica«

Leiterplatten, Microvias, HDI
Leiterplattenfertigung,
Schablonendruck, Lottechnik
Schwerpunktthema:

Rework und Repair

Schwerpunkte
CADS

EDA, Leiterplatten- und
Baugruppendesign,
Entwurfswerkzeuge,
Logikanalyse,
Logiksynthese,
Simulation

Design, Verifikation,
Platzieren, Verdrahten
Entflechten,
Signalintegritat
Logische
Designverifikation

Design, Verifikation,
Platzieren, Verdrahten
Entflechten,
Signalintegritat

ASIC, FPGA, PLA

Design, Verifikation,
Platzieren, Verdrahten
Entflechten,
Signalintegritat
Logische
Designverifikation

Schwerpunkte
EMV-ESD

Normung, Messen/Priifen,
Schirmung, Filter,
Antennen,
Uberspannunﬁsschuiz,
Elektrostatische
Entladungen

EMV-ESD 1

Vorschau EMV 2019
Messtechnik

Filter, Stromversorgung
Stromversorgung
Produktsicherheit

EMV-ESD-Anbietertibersicht
Teil1

Storfestigkeit
Messtechnik

Antennen

Filter, Stromversorgung
ESD, Produktsicherheit

EMV-ESD-Anbieteriibersicht
Teil2

Messtechnik
Dienstleistungen
Storfestigkeit
Produktsicherheit

EMV-ESD 4
Laboreinrichtungen
ESD, Uberspannung
Storfestigkeit
Antennen, Messtechnik
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Messen

APEX
26. - 31.01.2019
San Diego

EMV

gg. - 21,03.2019
tuttgart

Hannover Messe
01.- 05.04.2019
Hannover

SMTconnect
07.-09.05.2019
Nlrnberg

Intersolar Europe
15.05. - 17.05.2019
tinchen

CeBIT
24.-28.06.2019
Hannover

Motek
07.-10.10. 2019
Stuttgart

parts2clean
22.-24.10.2019
Stuttgart

Semicon Europe
12.-15.11.2019
Minchen

productronica
12. - 15.11.2019
Miinchen

SPS/IPC/DRIVES
26.-28.11.2019
Nirnberg



